
JP 2015-57037 A 2015.3.23

10

(57)【要約】
【課題】半導体素子の容易な結合が可能な電力変換装置
に関する。
【解決手段】本発明の一実施例による電力変換装置は、
ホールディング部を具備するヒートシンクと、ヒートシ
ンクの上部に位置する複数の半導体素子と、半導体素子
を加圧して固定する固定アセンブリと、を含み、ホール
ディング部は下部に凹んで形成される溝部を含み、固定
アセンブリは、半導体素子の上部を下方に加圧する下部
押圧部と、下部押圧部を下方に加圧する上部押圧部と、
を含み、上部押圧部は、一部が下方に突出される中央ベ
ンディング部と、中央ベンディング部の左右方向の端部
に具備されて下部から上部行くほど左右方向の距離がよ
り多くなる挿入部と、挿入部に挿入される固定バーと、
を含む。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ホールディング部を具備するヒートシンクと、
　前記ヒートシンクの上部に位置する複数の半導体素子と、
　前記半導体素子を前記ヒートシンクの方に加圧して固定する固定アセンブリと、を含み
、
　前記固定アセンブリは、
　前記半導体素子の上部に位置する下部押圧部と、
　前記下部押圧部の上部で前記下部押圧部を下方に加圧しながら前記ホールディング部に
結合される上部押圧部と、を含む電力変換装置。
【請求項２】
　前記ホールディング部は、下部に凹んで形成される溝部を含み、
　前記上部押圧部は、
　一部が下方に突出される中央ベンディング部と、
　前記中央ベンディング部の左右方向の端部に具備されて下部から上部に行くほど左右方
向の距離がより遠くなる挿入部と、を含む請求項１に記載の電力変換装置。
【請求項３】
　前記固定アセンブリは、前記挿入部に挿入される固定バーを更に含む、請求項２に記載
の電力返還装置。
【請求項４】
　前記中央ベンディング部は、中央部分が下方に向かって突出されて左右両端部に行くほ
ど上方に向かって延長される、請求項３に記載の電力返還装置。
【請求項５】
　前記挿入部は、前記中央ベンディング部から下方に向かって延長される内側部と、前記
内側部の下端から上部に向かって延長される外側部と、を含み、
　外力が加えられていない状態で前記内側部と前記外側部との間の距離は上部に行くほど
より遠くなる、請求項４に記載の電力返還装置。
【請求項６】
　前記外側部には外側に突出される突出部が具備される、請求項５に記載の電力返還装置
。
【請求項７】
　前記突出部の外側面は前記外側部の外側面より大きく傾斜する、請求項６に記載の電力
返還装置。
【請求項８】
　前記バーの一側面には、前記突出部の内側に挿入可能な突起部が具備される、請求項７
に記載の電力返還装置。
【請求項９】
　前記下部押圧部は、前記上部押圧部が結合される切開部を含む、請求項８に記載の電力
変換装置。
【請求項１０】
　前記下部押圧部は、
　左右方向に延長される板状の水平延長部と、
　前記水平延長部から上方に向かって延長される上下延長部と、を含み、前記切開部は前
記上下延長部の上端に具備される、請求項９に記載の電力返還装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電力変換装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　電力変換装置とは、ある電力を電圧、周波数などが異なる電力に変換する装置をいう。
【０００３】
　最近、殆どの電力変換装置はプリント回路基板と、プリント回路基板に実装される多数
の半導体素子を含む。
【０００４】
　図１は、従来の電力変換装置の一例を示す図である。
【０００５】
　図１を参照すると、従来の電力変換装置ではプリント回路基板１０の上に固定されたヒ
ートシンク２０に締結孔２０Ａが形成され、電力用半導体素子３０の上部側には締結孔２
０Ａと一致するように固定孔３０Ａが形成されてスクリュー４０締結によって電力用半導
体素子３０ヒートシンク２０に固定させる。
【０００６】
　しかし、このような従来の電力用半導体素子の固定構造は電力用半導体素子のシートシ
ンク組み立てる際に作業者が一々スクリューで締めたり、解いたりして電力用半導体素子
をヒートシンクに固定又は分離させるようにしているため、電力用半導体素子の着脱作業
が複雑で不便であるだけでなく、それによって生産性の低下を誘発する限界がある。
【０００７】
　また、プリント回路基板と半導体素子のはんだ付け（Ｓｏｌｄｅｒｉｎｇ）の後でボル
ト締結が行われるため、ボルト締結過程で半導体素子に捻りが発生する恐れがあり、これ
は装置の耐久性を低下させる原因となる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は電力変換装置に関するものであり、より詳しくは、半導体素子の容易な結合が
可能な電力変換装置に関するものである。
【０００９】
　本発明は前記のような問題点を解決するために、半導体素子のボルト締結なしに簡単に
結合可能な電力変換装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一実施例による電力変換装置は、ホールディング部を具備するヒートシンクと
、前記ヒートシンクの上部に位置する複数の半導体素子と、前記半導体素子を前記ヒート
シンクの方に加圧して固定する固定アセンブリと、を含み、前記固定アセンブリは、前記
半導体素子の上部に位置する下部押圧部と、前記下部押圧部の上部で前記下部押圧部を下
方に加圧しながら前記ホールディング部に結合される上部押圧部と、を含む。
【００１１】
　前記ホールディング部は下部に凹んで形成される溝部を含み、前記上部押圧部は、一部
が下方に突出される中央ベンディング部と、前記中央ベンディング部の左右方向端部に具
備されて下部から上部に行くほど左右方向の距離がより遠くなる挿入部と、を含む。
【００１２】
　前記固定アセンブリは、前記挿入部に挿入される固定バーを更に含む。
【００１３】
　前記中央ベンディング部は、中央部分が下方に向かって突出されて左右両端部に行くほ
ど上方に向かって延長される。
【００１４】
　前記挿入部は前記中央ホールディング部から下部に向かって延長される内側部と、前記
内側部の下端から上方に向かって延長される外側部と、を含み、外力が加えられていない
状態で前記内側部と前記外側部との間の距離は上部に行くほどより遠くなる。
【００１５】
　前記外側部には外側に突出される突出部が具備される。
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【００１６】
　前記突出部の外側面は前記外側部の外側面より大きく傾斜する。
【００１７】
　前記バーの一側面には、前記突出部の内側に挿入可能な突起部が具備される。
【００１８】
　前記下部押圧部は前記上部押圧部が結合される切開部を含む。
【００１９】
　前記下部押圧部は、左右方向に延長される板状の水平延長部と、前記水平延長部から上
方に向かって延長される上下延長部と、を含み、前記切開部は前記上下延長部の上端に具
備される。
【００２０】
　本発明によるとボルト締結なしに簡単に半導体素子を組み立てることができるため、組
立工数及び部品点数を減らすと共に製造コストを節減することができる。
【００２１】
　また、製品の耐久性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】従来の電力変換装置を概略的に示す図である。
【図２】本発明の一実施例による電力変換装置の一部構成を示す分解斜視図である。
【図３】本発明の一実施例による電力変換装置の一部を示す斜視図である。
【図４】図３をＡＡ線で切断した断面を示す側断面図である。
【図５】本発明の一実施例による電力変換装置の一部を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、添付した図面を参照して本発明の一実施例による移動端末機を説明する。
【００２４】
　図２は本発明の一実施例による電力変換装置の一部構成を示す分解斜視図であり、図３
は本発明の一実施例による電力変換装置の一部を示す斜視図であり、図４は図３をＡＡ線
で切断した断面を示す側断面図である。また、図５は本発明の一実施例による電力変換装
置の一部を示す斜視図である。
【００２５】
　図２乃至図５を参照すると、本発明の一実施例による電力変換装置はヒートシンク１０
０と、半導体素子２００と、固定アセンブリ３００を含む。また、プリント回路基板（Ｐ
ｒｉｎｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ　Ｂｏａｒｄ）４００を含む。
【００２６】
　これらそれぞれをより詳しく説明すると、まずヒートシンク１００は素子安着部１１０
とホールディング部１２０を含む。
【００２７】
　素子安着部１１０は後述する半導体素子２００が安着される部分であり、複数の半導体
素子２００が並んで配置される方向に向かって長く延長される。例えば、半導体素子２０
０が第１方向（ｘ軸方向）に沿って複数個配置される場合、素子安着部１１０も同じく第
１方向（ｘ軸方向）に沿って延長される。素子安着部１００は他の部分に比べて相対的に
上方に突出された形状を有するが、必ずしもそれに限ることはない。
【００２８】
　ホールディング部１２０は上方に突出され、中央には凹んだ溝部１２１が形成される。
溝部１２１は大よそＵ字型を有する。より詳しくは、第１方向（ｘ軸方向）と直交する任
意の方向を第２方向（ｙ軸方向)とすると、溝部は第２方向（ｙ軸方向）から見ると大よ
そＵ字型を有する。溝部は第２方向（ｙ軸方向）に所定幅を有する。ちなみに、以下で左
右方向は第１方向（ｘ軸方向）と同じ意味であり、前後方向は第２方向（ｙ軸方向）と同
じ意味で解釈される。
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【００２９】
　このようなヒートシンク１００は、優秀な防熱性能を有するように熱伝導係数が大きい
素材で形成される。例えば、アルミニウム（Ａｌ）又はそれを含む合金を含んで形成され
る。電力変換装置に使用される半導体素子は作動の際に発熱する特性を有するため、適正
な防熱ガ行われなければ加熱して致命的な装置の損傷を発生する恐れがある。よって、ヒ
ートシング１００を介した防熱が必要であり、このような観点から見ると素子安着部１０
０はその上部に配置される半導体素子２００と面接触が可能であるように平らな上面を有
することが好ましい。
【００３０】
　次に、半導体素子２００は電力変換装置内でスイッチング機能を行うが、例えば、電界
効果トランジスタ（ＦＥＴ，Ｆｉｅｌｄ　Ｅｆｆｅｃｔ　Ｔｒａｓｉｓｔｏｒ）、金属酸
化膜電界効果トランジスタ（ＭＯＳＦＥＴ，Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄ
ｕｃｔｏｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｅｆｆｅｃｔ　Ｔｒａｓｉｓｔｏｒ）、絶縁ゲート両極性トラ
ンジスタ（ＩＧＢＴ，Ｉｎｓｕｌａｔｅｄ　Ｇａｔｅ　Ｂｉｐｏｌａｒ　ｍｏｄｅ　Ｔｒ
ａｎｓｉｓｔｏｒ）などであってもよい。半導体素子２００は複数個が具備され、複数個
の半導体素子２００は上述したように第１方向（ｘ軸方向）に沿って並んで配置される。
この際、複数個の半導体素子２００が有するそれぞれのピンはいずれか一つの方向に向か
って並んで突出される。即ち、いずれか一つの方向、例えば、第２方向を基準にする際、
いずれか一つの半導体素子２００のピンと隣接する他の一つの半導体素子２００のピンは
全て同じ方向に向かって突出される。しかし、それに限ることはない。一方、半導体素子
２００は上述したようにヒートシンク２００の上面と面接触可能であるように平らな底面
を有する。
【００３１】
　以下、固定アセンブリ３００について説明する。
【００３２】
　固定アセンブリ３００は下部押圧部３１０と、上部押圧部３２０と、固定バー３３０を
含む。
【００３３】
　これらそれぞれをより詳しく説明すると、まず下部押圧部３１０は水平延長部３１１と
、上下延長部３１２と切開部３１３を含む。
【００３４】
　水平延長部３１１は平らな板状を有し、第２方向に比べ第１方向により長く延長される
。即ち、第２方向に所定幅を有して第１方向に沿って長く延長される。
【００３５】
　上下延長部３１２は水平延長部３１１の左右両端部に具備される。上下延長部３１２は
、水平延長部の第１方向の両端部から上方に向かって延長される。ここで、上下方向とは
第１方向（ｘ軸方向）及び第２方向（ｙ軸方向）に交差する第３方向（ｚ軸方向）である
。切開部３１３は上下延長部３１２の上側端部に具備される。切開部３１３は上下延長部
３１２の上側端部近くの一部が切開されて形成される。
【００３６】
　切開部３１３は小幅部３１３ａと大幅部３１３ｂを含む。小幅部３１３ａは上下延長部
３１３の上端から下方に一地点までも部分であって比較的小さい幅を有し、大幅部３１３
ｂは小幅部３１３ａの下方に具備されて小幅部３１３ａに比べ相対的により大きい幅を有
する。より詳しくは、第２方向に沿って延長される幅が小幅部３１３ａでは相対的に大幅
部３１３ｂより小さく、大幅部３１３ｂでは相対的に小幅部３１３ａに比べ大きい。
【００３７】
　押圧部３２０は中央ベンディング部３２１と挿入部３２２を含む。
【００３８】
　中央ベンディング部３２１は一部が下方に向かって突出された形状を有し、より詳しく
は、中央部分が下方に向かって突出されるように曲がった形状を有する。中央ベンディン
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グ部３２１は弾性変形可能な素材で形成される。よって、中央ベンディング部３２１の下
部に凹んだ中央部分がその下部に置かれる下部押圧部３１１と接触する場合に弾性変形が
可能である。
【００３９】
　挿入部３２２は上述したヒートシンク１００のホールディング部１２０に挿入される部
分であって、前後方向（第２方向）から見ると大よそＵ字型の断面を有する。しかし、そ
れに限ることはなく、大よそＶ字型の断面を有してもよい。即ち、下端から上部に行くほ
ど次第に左右の幅が広がる形状を有する。即ち、挿入部３２２は中央ベンディング部３２
１に近い内側端部から下方に向かって延長されながら、所定位置からは更に上方に向かっ
て延長される形状を有する。この際、下端部を基準に左右方向内側部分を内側部３２２ａ
、左右方向外側部分を外側部３２２ｂという。
【００４０】
　内側部３２２ａと外側部３２２ｂとの間の距離（左右方向、第１方向の距離）は上部に
行くほどより遠くなる。そのため、内側部３２２ａ又は外側部３２２ｂのうちいずれか一
つ以上は傾斜して連結される。図２乃至図５では内側部３２２ａは上下に垂直に延長され
、外側部３２２ｂのみが外力が作用しない際に傾斜して延長されると図示されているがそ
れに限ることはなく、上述したように内側部３２２ａが傾斜して延長されて外側部３２２
ｂは上下に垂直に延長されてもよい。
【００４１】
　突出部３２２ｃは挿入部３２２の外側一部分から外側に向かってより突出された形状を
有する。より詳しくは、外側部３２２ｂの外側面が左右方向（第１方向）の外側に向かっ
てより突出され、外側面が傾斜して形成される。突出部３２２ｃの外側面は外側部３２２
ｂの外側面より大きく傾斜する形状を有する。即ち、内側部３２２ａが垂直に延長される
と仮定すると、内側部３２２ａと外側部３２２ｂの外側面の間の角より内側部３２２ａと
突出部３２２ｃの外側面の間の角が大きい。よって、図４に実線で示したように、外側部
３２２ｂを上下に垂直に立てても外側部３２２ｂは依然として上部に行くほど外側に向か
って傾斜する形状を有する。
【００４２】
　一方、外側部３２２ｂの上側端部には外側に向かって傾斜して延長される傾斜端部３３
２ｄが具備される。傾斜端部３２２ｄが具備されることで、組立の際に挿入部３２２を相
対的に小さい力でもよいに窄めることができる。
【００４３】
　中央ベンディング部３２１と挿入部３２２は一体に形成される。即ち、上部押圧部３２
０は一つの部材で形成される。
【００４４】
　上部押圧部３２０は全体的に板ばねと類似した機能をする。よって、上部押圧部３２０
は弾性変形可能な素材で形成されることが好ましく、例えば、プラスチック又はその他の
合成樹脂などで形成される。
【００４５】
　下部押圧部３１０と上部押圧部３２０は図３及び図４に示した形態に結合される。この
際、上部押圧部３２０の中央ベンディング部３２１は下部押圧部３１０の上下延長部３１
２に具備された切開部３１３を左右方向に貫通するように切開部３１３に差し込まれる。
【００４６】
　固定バー３３０は、上下方向（第３方向、ｚ軸方向）に長く延長される大よそ直六面体
状の部材である。固定バー３３０は電力変換装置を組み立てる際に内側部３２２ａと外側
部３２２ｂとの間に差し込まれる。この際、内側部３２２ａと外側部３２２ｂは溝部１２
１に予め挿入された状態であってもよい。よって、固定バー３３０、内側部３２２ａ、外
側部３２２ｂはホールディング部１２１の溝部１２１にタイトに差し込まれる左右方向（
第１方向）の厚さを有する。
【００４７】
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　固定バー３３０には突起部３３１が具備される。突出部３３１は固定バー３３０の左右
方向の外側面から外側に向かって更に突出され、下部から上部に行くほどより外側に突出
されるように傾斜する形状を有する。即ち、第２方向から見ると大よそ直三角形の断面を
有する。突出部３３１は挿入部３２２の突出部３２２ｃに差し込まれる部分である。
【００４８】
　固定バー３３０の下端は、挿入部３２２の下端がラウンドして形成される場合、その形
状に対応するようにラウンドして形成される。
【００４９】
　以下、図４及び図５を参照して前記のような構成を有する電力変換装置の結合方法を説
明する。
【００５０】
　図５は、図３に示した半導体素子がプリント回路基板４００に結合された様子を示す図
である。
【００５１】
　図５を参照すると、プリント回路基板４００には半導体素子２００のピンが挿入可能な
孔が多数個形成され、半導体素子２００のピンとプリント回路尾基板４００の上のパター
ンがはんだ付けなどによって連結される。
【００５２】
　プリント回路基板４００に半導体素子２００が結合されると、半導体素子２００がヒー
トシンク１００の素子装着部１１０に載せられる。
【００５３】
　次に、固定アセンブリ３００をヒートシンク１００のホールディング部２００に差し込
む。
【００５４】
　固定アセンブリ３００をホールディング部２００の上部に位置させた状態で下方に加圧
すると、上部押圧部３２０挿入部３２２がホールディング部１２０の溝部１２１の内側に
弾性変形されて挿入される。挿入部３２２に外力が加えられない場合には図５に実線で示
したように挿入部３２２の左右方向の幅は溝部１２１の左右方向幅より大きいが、挿入部
３２２が溝部１２１の内側に入ることで挿入部３２２の内側部３２２ａと外側部３２２ｂ
との間が縮まり、このような弾性変形によって挿入部３２２がホールディング部１２０の
溝部１２１の内側に挿入される。
【００５５】
　次に、挿入部３２２の内側部３２２ａと外側部３２２ｂとの間に固定バー３００を挿入
する。固定バー３００が最後まで挿入されると、固定バー３４０の突起部３１１は挿入部
３２２の突出部３２２ｃの内側に差し込まれる。この挿入過程で突起部３１１が弾性変形
可能である。
【００５６】
　本発明の一実施例による伝直変換装置は電気自動車の内部のように振動を伴う位置に設
置される場合、反復的な振動によって挿入部３２２が弾性変形されて溝部１２１の外に離
脱されることを防止するために固定バー３４０を差し込む。
【００５７】
　このような過程を経て固定アセンブリ３００をヒートシンク１００に結合させると、上
部押圧部３２０の中央ベンディング部３２１の中央は下部押圧部３１０の水平延長部３１
１を下方に加圧するようになり、下部押圧部３１０は多数の半導体素子２００を下方のヒ
ートシンク１００の方に更に加圧する。よって、半導体素子２００をヒートシンク１００
の上に堅固に固定することができる。
【００５８】
　よって、ボルト締結がなくても半導体素子２００をヒートシンク１００の上に結合させ
ることができるため、ボルト締結のための工程だけでなくボルト挿入孔を形成するための
工程を省略することができるため、製造工数を減らし作業速度を向上させることができる
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【００５９】
　また、ボルト締結過程で発生する素子の捻りを防止することができるため、製品の信頼
度を上げ、耐久性を向上させることができる。
【００６０】
　上述した説明は本発明の技術思想を例示的に説明したものに過ぎず、本発明が属する技
術分野における通常の知識を有する者であれば本発明の本質的な特性から逸脱しない範囲
内で多様な修正及び変更が可能なはずである。
【００６１】
　よって、本発明に開示された実施例は本発明の技術思想を限定するためではなく説明す
るためのものであり、このような実施例によって本発明の技術思想の範囲が限定されるこ
とはない。
【００６２】
　本発明の保護範囲は以下の特許請求の範囲によって解析されるべきであり、それと同等
な範囲内にある全ての技術思想は本発明の権利範囲に含まれるものとして解析されるべき
である。

【図１】 【図２】
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【図５】
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